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© Baugruppe zur Aufnahme elektronlscher Bauelemente. 



© Baugruppen fur elektronische Bauelemente, ins- 
besondere fOr Kfz-Elektronik mQssen zunehmend 
hohen Anspruchen an Qualitat und insbesondere 
Kosteneffizienz genugen. Diesen AnsprUchen genugt 
die erfindungsgemaBe Baugruppe, deren elektroni- 
sche Bauelemente auf einer Lelterplatte angeordnet 
sind, die ihrerseits mit einer Metallplatte test verbun- 
den ist. Die Leiterplatte und die Bauelemente wer- 
den mittels eines geeigneten Kunststoffmaterials 



vollstSndig umprefit (gemouldet), so daB die Urn- 
pressung am Umfang der Leiterplatte eine form- 
schlOssige Verbindung mit der Metallplatte eingeht 
und somit fUr die Leiterplatte als auch die Bauele- 
mente ein feuchtedichtes Gehause bildet. Weitere 
Vorteile liegen in wesentlichen Materialeinsparungen 
sowie in einer im Vergleich zu bekannten Baugrup- 
pen geringeren Fertigungstiefe, wodurch die gefor- 
derte Kosteneffizienz erzielt wird. 




FIG. 2 
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Die Erfindung betrifft eine elektronische Bau- 
gruppe mit einer elektronische Bauelemente tra- 
genden Leiterplatte gemaB dem Oberbegriff des 
Patentanspruchs 1. 

Baugruppen fur elektronische Bauelemente, 
insbesondere fur Kfz-Elektronik mUssen zuneh- 
mend hohen Anspruchen an Funktion, QualitSt und 
Zuverlassigkeit genligen. Diesen AnsprOchen wer- 
den jedoch im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit Gren- 
zen gesetzt. Daher kommen insbesondere im Kfz- 
Bereich solche Technologien zum Einsatz, die 
gleichzeitig den hohen technischen AnsprOchen 
genUgen als auch kosteneffizient herstellbar sind. 

So ist aus der DE-OS 41 02 265 eine Baugrup- 
pe fur Kfz-Elektronik bekannt, bei der eine Metal I- 
platte als Trager fUr eine Multilayer-Leiterplatte 
oder eine Multilayer-Folie und gleichzeitig als War- 
mesenke fOr die auf der Leiterplatte bzw. Folie 
angeordneten Bauelemente als auch als Teil des 
Gehauses andererseits dient. Die Baugruppe wird 
dadurch zu einem vollstandigen Gehause komplet- 
tiert, indem ein haubenfdrmig ausgebildeter Deckel 
die die Leiterplatte bzw. Folie tragende Seite der 
Metallplatte formschlussig abdeckt. Daruber hinaus 
kann der zwischen dem Deckel und der Leiterplatte 
entstehende Raum mit einem isolierenden und 
feuchtigkeitsabweisenden Material unter Bildung ei- 
nes Vergusses ausgefUllt werden. 

Ein kritischer Punkt bei dieser bekannten Bau- 
gruppe ist nach wie vor die hermetisch dichte 
Verpackung der Bauelemente als auch der Leiter- 
platte, da zwischen der in der Regel aus Kunststoff 
bestehenden Gehausekappe und der Metallplatte 
Undichtigkeiten entstehen konnen. Eine die Zuver- 
lassigkeit steigernde MaBnahme ware die Herstel- 
lung eines Voll- oder Teilvergusses als Weichver- 
guB durch AusgieBen des Hohlraumes zwischen 
Gehausekappe und Leiterplatte mit Silikon-Gel. 
Aufgrund der hohen Material kosten von Si I ikon 
fuhrt dies jedoch zu hohen Herstellungskosten. 
Daruber hinaus fOhrt der hohe thermische Ausdeh- 
nungskoeffizient des Silikon-Gels zu mechanischen 
Problemen. 

Daher stellt sich die Erfindung die Aufgabe, 
eine Baugruppe der eingangs gehannten Art anzu- 
geben, die bei niedrigen Herstellungskosten h5ch- 
ste Zuverlassigkeit im Hinblick auf die Abdichtung 
der Bauelemente und der Leiterplatte bietet. 

Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnen- 
den Merkmale des Patentanspruches 1 gelQst. 

Die damit vorgeschlagene Losung wendet in 
der Baugruppentechnologie zum ersten Mai die 
aus der IC-Technologie bekannte Gehausetechnik 
an, nSrnlich das Gehause durch Umpressen der IC- 
Chips mit einer Mouldmasse, als HartverguB herzu- 
stellen. Die Umpressung bildet am Umfang der 
Leiterplatte eine formschlussige Verbindung mit 
der Metallplatte, so daS diese Umpressung zusam- 



men mit der Metallplatte ein hochwertiges feuchte- 
dichtes Gehause bildet, das auch bei zyklischer 
thermischer Belastung eine hohe Zuverlassigkeit 
aufweist. 

5 GemaB einer vorteilhaften AusfUhrungsform 

wird die Umpressung so ausgefdhrt, daB an deren 
Umfang die Metallplatte Gbersteht, wodurch sich 
dort, also an dem Oberstand Befestigungsmoglich- 
keiten ergeben. 

io In der Regel weisen elektronische Baugruppen 

Mittel zum AnschluB von Verbindungsleitungen auf, 
also Stecker, die mit der Leiterplatte verbunden 
sind. Solche Stecker bestehen aus einem Stecker- 
kern, der die Steckerpins aufnimmt sowie einem 

75 Steckerrahmen, der zur FUhrung der Buchse dient 
sowie mit einer Dichtung und Verrastung versehen 
ist. Bei einer solchen AusfUhrungsform wird nun 
der Steckerrahmen als Umpressung des Stecker- 
kerns gleichzeitig mit der Umpressung der Bauele- 

20 mente und der Leiterplatte ausgefuhrt. Somit kon- 
nen die Steckerkosten minimiert werden, da beim 
Steckerhersteller die Fertigungskosten reduziert 
werden, was insgesamt zu geringeren Herstellungs- 
kosten der Baugruppe fuhrt. Bei einer solchen Aus- 

25 fUhrungsform ist die Leiterplatte auf der ersten Fla- 
che der Metallplatte angeordnet, wahrend ein sol- 
cher Stecker sich auf der zweiten Flache dieser 
Metallplatte befindet und beidseitig mit Mouldmas- 
se umgeben ist. 

30 Bei einer anderen bevorzugten Weiterbildung 

der Erfindung ist der Stecker als Randgruppenstek- 
ker ausgebildet. Zur Anbringung eines solchen 
Randgruppensteckers weist die Metallplatte in de- 
ren Randbereich eine Aussparung auf, die so tief 

35 ist, daB ein zur Aufnahme des Randgruppenstek- 
kers ausreichender Randbereich der Leiterplatte in 
diese Aussparung ragt, wobei dieser Randbereich 
der Leiterplatte mit der Mouldmasse nicht umpreBt 
wird. Da bei einer solchen AusfUhrungsform der 

40 eigentliche Stecker sich kabeiseitig befindet, weist 
die Baugruppe keinen eigentlichen Stecker mehr 
auf, wodurch sich insbesondere eine Reduzierung 
der Gehausewerkzeugkosten fUr Stecker, Deckel 
etc. auf nur ein einziges Werkzeug ergibt. 

45 Bei einer solchen AusfUhrungsform ist vorzugs- 

weise auf der zweiten Flache der Metallplatte im 
Randbereich der den Randgruppenstecker aufneh- 
menden Leiterplatte eine Umpressung des Kontakt- 
bereichs von Metallplatte und Leiterplatte zwecks 

so Vermeidung des Eindringens von Feuchtigkeit vor- 
gesehen. 

Weiterhin kann in vorteilhafter Weise der Rand- 
gruppenstecker der o. g. AusfUhrungsform als Null- 
kraftstecker ausgefUhrt sein. 
55 Eine weitere Reduzierung der Herstellungsko- 

sten wird dadurch erzielt, daB anstatt mit Gehause 
versehene Bauelemente gehauselose Bauelemen- 
te, also IC-Chips verwendet werden, die nach dem 
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AuflSten auf die Leiterplatte gebondet werden. Die 
Kosteneinsparung ergibt sich insbesondere da- 
durch, dafi beim Halbleiterhersteller der Fertigungs- 
schritt der Gehauseherstellung entfallt. 

Schliefilich kann bei einer letzten vorteilhaften 
Weiterbildung der Erfindung als Leiterplatte eine 
Multilayer-Leiterplatte Oder eine Multi layer- Folie 
verwendet werden, wodurch eine optimalere Aus- 
nutzung der vorhandenen Leiterplattenflache erzielt 
wird, mit der Folge eines geringen Baugruppen- 
Volumens. 

Im folgenden soil die Erfindung anhand von 
Ausfuhrungsbei spielen im Zusammenhang mit den 
Zeichnungen dargestellt und erlautert werden. Es 
zeigen: 

Figur 1 eine perspektivische Darstellung ei- 
ner Baugruppe gemafi der Erfin- 
dung, 

Figur 2 eine Schnittdarstellung A-A der Bau- 
gruppe gemafi Figur 1 und 

Figur 3 eine perspektivische Darstellung ei- 
ner weiteren Baugruppe gemafi der 
Erfindung mit einem Randgruppen- 
stecker. 

Die Baugruppe gemafi Figur 1 und 2 besteht 
aus einer Metallplatte 1 aus Aluminium, deren eine 
Flache 1a eine Leiterplatte 2 tragt. Diese Leiterplat- 
te 2 kann als Multilayer-Leiterplatte Oder als Multi- 
l ayer-Folie ausgefuhrt sein, wobei solche Mehrla- 
gen-Platinen mit der Aluminium-Tragerplatte 1 fla- 
chenschlussig verklebt sind. Zur Herstellung einer 
solchen Multilayer-Folie werden die einzelnen Fo- 
lien lose ubereinander auf die Metallplatte 1 gelegt, 
wobei zwischen diesen Folien bzw. zwischen der 
der Metallplatte 1 benachbarten Folie je eine Kle- 
befolie Oder eine dunne Kleberschicht mit eingelegt 
Oder aufgebracht wird. Bei einer solchen Folie han- 
delt es sich um eine vorvernetzte, also nicht ausge- 
hartete Klebefolie mit Glasfilamentgewebe (Pre- 
preg). Die genannten Folien werden unter Anwen- 
dung von Druck und Warme stoffschlussig mitein- 
ander verprefit. Die Leiterplatte 2 ist in ihrer fla- 
chenhaften Ausdehnung etwas kleiner gewahlt als 
die Metallplatte 1 , so dafi von der Metallplatte 1 ein 
die Leiterplatte 2 umlaufender Rand 4 gebildet 
wird. 

Die Leiterplatte 2 enthalt Leistungstransistoren 
3a sowie sonstige elektronische Bauelemente 3, 
die als SMD-Bauelemente ausgefuhrt sind. Somit 
dient die Aluminiumplatte 1 gleichzeitig als Plati- 
nentrSger, Kuhlkorper und GehSuseboden, wobei 
die warmeverteilende Aluminiumplatte 1 fur eine 
optimale Warmeverteilung sorgt. 

Die genannte Baugruppe gemafi den Figuren 1 
und 2 weist ferner einen aus einem Steckerkern 6a 
und einer SteckerfUhrung 6b aufgebauten Stecker 
auf. Dieser Stecker ist auf der anderen Flache 1b 
der Metallplatte 1 in einer zentralen Position ange- 



ordnet, so dafi zu den Leistungstransistoren 3a 
moglichst kurze Leitungswege entstehen. 

Zur Vervollstandigung der Baugruppe wird die 
Leiterplatte 2 mit den elektronischen Bauelementen 

5 3 und 3a und gleichzeitig der Steckerkern 6a mit- 
tels einer Mouldmasse 5 derart umprefit, dafi zu- 
sammen mit der Metallplatte 1 ein geschlossenes 
Gehause entsteht Dieses Gehause besteht neben 
der Metallplatte einmal aus der Umpressung 5 der 

10 Leiterplatte und den Bauelementen sowie einer 
Umpressung 6b, die den Steckerrahmen mit Dich- 
tung und Verrastung bildet. Diese Umpressung ist 
aus der IC-Technologie unter dem Begriff "Moul- 
den" bekannt und kann beispielsweise mit einer 

75 von der Fa. Ciba Geigy auf dem Markt angebote- 
nen Mouldmasse Aratronic 2180-4 ausgefuhrt wer- 
den, deren geringer thermischer Ausdehnungskoef- 
fizient das Moulden derart grofier Volumen moglich 
macht. 

20 Die Umpressung 5 und 6b werden in einem 

einzigen Vorgang erzeugt und bilden einerseits mit 
der Flache 1a der Metallplatte 1 am umlaufenden 
Rand der Leiterplatte 2 eine feuchtedichte Verbin- 
dung mit der Metallplatte und andererseits eine 

25 ebensolche formschlussige Verbindung mit dem 
Steckerkern 6a bzw. der Flache 1b der Metallplat- 
te. Da der Steckerrahmen 6a aus einem thermopla- 
stischen Kunststoff besteht und die Mouldmasse 
ein Duroplast darsteilt, entstehen hinsichtlich der 

30 formschlUssigen Verbindung der Steckerpins und 
dieser beiden Kunststoffe keine Probleme. 

Die Umpressung 5 der Leiterplatte 2 ist so 
ausgefuhrt, dafi noch ein Teil des von der Metall- 
platte 1 gebildeten umlaufenden Randes 4 von der 

35 Mouldmasse unbedeckt bleibt. 

Durch das Moulden der kompletten Baugruppe 
entstehen mehrere Vorteile: es ergeben sich erheb- 
liche Einsparungen bei den Steckern, da einmal 
der Steckerrahmen bei dem Steckerhersteller ent- 

40 fallt und zum anderen auch die Steckermontage 
einfacher wird. Weiterhin gibt es erhebliche Einspa- 
rungen bei den Gehausewerkzeugen, da lediglich 
ein einziges Werkzeug zur Umpressung benotigt 
wird. Weiterhin wird die GroBe einer solchen Bau- 

45 gruppe im Vergleich zu solchen aus dem Stand der 
Technik weiter verkleinert und auch deren Robus- 
theit erhoht 

Bei der oben beschriebenen Baugruppe wer- 
den noch handelsubiiche Bauelemente, also solche 

so mit Gehause verwendet. Ein weiterer Kostenvorteil 
wird dadurch erreicht, dafi lediglich IC-Chips (die), 
also Bauelemente ohne GehSuse eingesetzt wer- 
den. Die elektrische Kontaktierung mit der Leiter- 
platte erfolgt dann uber einen Bond-Prozefi. Die 

55 Kosteneinsparungen ergeben sich dann durch die 
nicht behausten Bauelemente. Ein weiterer Vorteil 
ergibt sich durch die verbesserte Recyclingfahig- 
keit, da dann lediglich Kunststoff material der glei- 
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chen Art anfSllt. 

Bei der Baugruppe nach Figur 3 ergibt sich 
hinsichtlich des Steckers eine weitere Einsparung, 
da dieser durch einen Randgruppenstecker 8 er- 
setzt wird. Hierzu weist die Metallplatte 1 eine 
Aussparung 7 derart auf, daB in diese Aussparung 
ein Randbereich der Leiterplatte 2 ragt. In diesen 
Randbereich der Leiterplatte enden Leiterbahnzuge 
mit ihren Endkontakten 2a, die den Kontakt mit 
dem Randgruppenstecker 8 herstellen. Die Urn- 
pressung 5a der Leiterplatte weist in diesem Be- 
rctch cbcnfalls cinen Ausschnitt auf, da die End- 
kontaktc 2a unbedeckt bleiben mussen. Da nun- 
mehr die Ruckseite der Leiterplatte 2 nicht mehr 
vollstandig auf der Metallplatte 1 aufliegt, muB an 
der entsprechenden Verbindungsstelle zwischen 
der Ruckseite der Leiterplatte und der Metallplatte 
fur einen feuchtedichten Abschlufi gesorgt werden. 
D»es erfolgt dadurch, dafi mit der Umpressung der 
Leiterplatte 2 und deren Bauelemente gleichzeitig 
die Ruckseite der Leiterplatte 2 bzw. die Flache 1b 
der Metallplatte 1 umpreGt wird (vgl. Bezugsziffer 
5b) unter Bildung eines Fuhrungsschachtes 5c fur 
den Stecker 8. 

Ansonsten ist die Baugruppe nach Figur 3 ent- 
sprechend derjenigen nach den Figuren 1 und 2 
aufgebaut. 

Die in den Figuren beschriebenen Baugruppen 
enthalten eine Metallplatte mit einer GroBe von ca. 
120 cm 2 . Die Erfindung ist nicht auf eine solche 
GroBe beschrankt, sondern kann auch bei solchen 
Baugruppen eingesetzt werden, deren flachenhafte 
Ausdehnung noch groBer ist. 

Die hier beschriebenen Baugruppen konnen 
mit Vorteil in der Automobiltechnik eingesetzt wer- 
den. Daneben durften sie auch uberall dort zu 
finden sein, wo Logik und Leistung auf engstem 
Raum miteinander kombiniert Oder wo "Smart-Po- 
wer"-Module als Subsysteme in groBere Systeme 
Oder Aggregate integriert werden sollen. Dafur 
kommen neben der Automobiltechnik auch die Te- 
lekommunikation und die industrielle Elektronik in 
Frage, speziell auch in Einschubsystemen mit War- 
meabfuhr uber die Aluminiumplatte auf den Gehau- 
serahmen. Hierbei ist eine beidseitige elektrische 
Steckverbindung uber eine sogenannte Ruckwand- 
verdrahtung der Baugruppen untereinander mog- 
lich. 

Patentanspruche 

1. Elektrische Baugruppe mit einer elektronische 
Bauelemente (3, 3a) tragenden Leiterplatte (2) 
und einer eine erste und zweite Flache (1a, 1b) 
aufweisenden Metallplatte (1), wobei die Leiter- 
platte (2) formschlussig auf der ersten Flache 
(1a) der Metallplatte (1) angeordnet ist, ge- 
kennzeichnet durch folgende Merkmale: 



a) die Metallplatte (1 ) weist eine solche Fla- 
che auf, daB sie am Umfang der Leiterplatte 
(2) ubersteht und 

b) es ist eine Umpressung der Bauelemente 
5 (3, 3a) und der Leiterplatte (2) vorgesehen, 

wobei diese Umpressung mit dem am Um- 
fang der Leiterplatte (2) uberstehenden Teil 
der Metallplatte (1) eine formschlussige Ver- 
bindung bildet. 

10 

2. Elektronische Baugruppe nach Anspruch 1 , da- 
durch gekennzeichnet, daB die Metallplatte (1) 
am Umfang der Umpressung (5) ubersteht. 

75 3. Elektronische Baugruppe nach Anspruch 1 
Oder 2 mit einem mit der Leiterplatte verbun- 
denen Stecker, der aus einem Steckerkern und 
einem Steckerrahmen aufgebaut ist, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Steckerrahmen als 

20 Umpressung (6b) des Steckerkerns (6a) ausge- 

bildet ist und diese zusammen mit derjenigen 
der Bauelemente (3, 3a) und der Leiterplatte 
(2) eine einzige Umpressung bilden. 

25 4. Elektronische Baugruppe nach Anspruch 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Stecker (6a, 
6b) auf der zweiten Flache (1b) der Metallplat- 
te (1) angeordnet ist. 

30 5. Elektronische Baugruppe nach Anspruch 1 
Oder 2, wobei Mittel zum AnschluB von Verbin- 
dungsleitungen vorgesehen sind, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB zum AnschluB der Verbin- 
dungsleitungen ein Randgruppenstecker (8) 

35 verwendet wird. 

6. Elektronische Baugruppe nach Anspruch 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB zur Anbringung des 
Randgruppensteckers (8) die Metallplatte (1) 

40 im Randbereich eine Aussparung (7) aufweist, 

die so tief ist, daB ein zur Aufnahme des 
Randgruppensteckers (8) ausreichender Rand- 
bereich der Leiterplatte (2) in diese Ausspa- 
rung (7) ragt und daB dieser Randbereich der 

45 Leiterplatte (2) nicht umpreBt wird. 

7. Elektronische Baugruppe nach Anspruch 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB auf der zweiten 
Flache (1b) der Metallplatte (1) im Randbe- 

50 reich der Leiterplatte (2) eine Umpressung (5b) 

des Kontaktbereichs von Metallplatte (1) und 
Leiterplatte (2) vorgesehen ist, die zusammen 
mit derjenigen der Bauelemente (3, 3a) und 
der Leiterplatte (2) eine einzige Umpressung 

55 bildet. 

8. Elektronische Baugruppe nach Anspruch 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB mit der Umpres- 
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sung (5a, 5b) ein Fdhrungsrahmen (5c) fUr den 
Randgruppenstecker (8) gebildet wird. 

9. Elektronische Baugruppe nach einem der An- 
spruche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB 5 
als Randgruppenstecker (8) ein Nullkraftstek- 

ker verwendet wird. 

10. Elektronische Baugruppe nach einem der vor- 
angehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich- w 
net, daB als elektronische Bauelemente (3, 3a) 
gehauselose Halbleiter-Chips verwendet wer- 
den. 

11. Elektronische Baugruppe nach einem der vor- 75 
angehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich- 
net, daB als Leiterplatte (1) eine Mehrlagen- 
Platine verwendet wird. 

20 
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